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●半導体・電子部品・実装基板・パワーモジュール

主なアプリケーション

事例

従来解析手法との比較

ELITE
によるリーク箇所の特定

X線CT
による内部監察

※解析に掛かる時間は当社調べによる

従来の解析手法

ELITEとX線CTのコンビネーションによる解析

従来従来の解の解析手析手法法

テ
ス
タ
等
に
よ
る
リ
ー
ク
Pin
の
特
定

物理解析失敗による
迷宮入り案件が発生

不具合部位の
位置情報不足により・・

合計
10分

物理解析
成功率の
向上

合計
30時間4時間 6時間

5分 5分

20時間

顕微鏡・外観検査
２次元X線検査

基板と搭載部品の
リーク箇所の切り分け

樹脂封止、研磨

+

+

+ =

=

この時点で
まだ非破壊！！

不良部位
特定

●チップ配線間ショート

●10倍 サーマルレンズ画像

●VIA間ショート ●層間リーク

非破壊解析における不良解析の時間短縮と成功率の向上をご提案いたします

ELITE解析とは、半導体・電子部品・実装基板などにおけるリーク・ショートの故障部位
を非破壊でピンポイントに特定することが可能な技術です。故障解析の初期段階で、
故障部位と正確に特定することで、その後の解析業務を大幅に効率化します。

リアルタイムロックイン発熱解析装置 ELITEプラス

●完全非破壊で不良解析を行い、サンプル加工等による故障個所損失リスクを低減
●赤外線の強度データと位相データで不良部位の特定が可能
●レンズ切り替えにより半導体単体からモジュール/PCBAなど幅広い製品群が観察可能
●Laser Scanning Microscope（LSM）の付加によりICダイ回路上のOBICH反応検出が可能
●ELITEの赤外線画像とLSMで取得した高解像度のICダイ回路のスキャン画像をオーバーレイすることで、
　回路上の欠陥部位を高拡大・高分解能で特定することが可能

主な特長

TSV加工例

主な特長

●Ga+ FIBと比較し、20倍以上の高速加工ならびに大面積加工を実現
●Ga+ FIBと比較し、同等以上のダメージレス加工を実現
●高性能FE-SEMを搭載し、リアルタイムの断面観察が可能で、かつ、加工位置を高精度で確認することが可能
●Easy Lift機能を付加することにより、精度の高いSTEM/TEMの試料作成が可能
●各種分析（EDSなど）、3D解析を付加することも可能

主なアプリケーション

●半導体素子やPKG、電子部品、電子基板、電子モジュール

事例

●大領域の加工例

TSV観察

●大面積の3D観察 ●大領域のTEM試料

FIBのイオン源にXeプラズマイオンを搭載しています。GaタイプのFIBでは得られない大電流高速加工により、
広範囲の断面作成、3D解析ならびにTEM試料、各種分析の搭載が可能な装置です。

プラズマFIB-SEM Helios 5 PFIB
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1.5

横サイズ

200

23

9.6

1.92

0.96

縦サイズ

160

18

7.68

1.53

0.77

画素分解能
（μｍ）

視野サイズ（mm）

1倍

5倍

10倍

最大視野

最小視野
ワイドアングル

Thermal Lens

1.76

1.58

1.05

横サイズ

0.425

0.2

0.1

縦サイズ

0.425

0.2

0.1

画素分解能
（μｍ）

視野サイズ（mm）

25倍

50倍

100倍

sLSM Lens
超高感度IRカメラ

同期（ロックイン）

測定サンプル

パルス電圧印加

詳細はこちら 詳細はこちら

詳細はこちら



XVA-160αⅡ XVA-160R EVA-160
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スペック

主な特長

事例

主なアプリケーション

●半導体・電子部品・実装基板・パワーモジュールなど

●X線焦点サイズ250nm及び超高精度ステージにより、最大2000倍までの超高倍率に対応した最上位モデル
【XVA-160αⅡ】

●幾何学倍率1000倍まで対応の高精度ステージを備え、汎用性及びコストパフォーマンスに優れたモデル
【XVA-160RZ】

●大型ステージ採用により、500mm基板に対応したモデル
【EVA-160】

●直交CTユニット　　●リフローシミュレーター
【オプション】

ナノ/マイクロフォーカス3次元X線CTシステム

ユーセントリックステージ機構・3次元斜めCT機能など独自の技術をベースに、超高倍率での透過/CT撮影が可能な
装置です。自社開発による独自のソフトウェアでユーザの皆様から高評価な性能、操作性を実現しています。

主なアプリケーション

●各種電子デバイス

主なスペック

●最大管電圧 : 180kV
●フラットパネル検出器 : DXR500L
●ライン検出器（オプション）

●最大サンプルサイズ : φ240mm x H250mm
●最大サンプル重量 : 3kg

高解像度3DナノフォーカスX線CT

マイクロフォーカスCTシステム　phoenix v¦tome¦x m300

『phoenix vltomelx m』は、製造管理やR&D向け300kV管球搭載マイクロフォーカスCT機器です。
180kV管球も搭載したDual線源にすることが可能で、幅広いアプリケーションに対応が可能です。ま
た、3次元計測パッケージにおいては、VDI2630準拠の高精度計測も可能です。管球から検出器まで
全て自社製による独自技術が皆様の3次元計測および非破壊検査に高いレベルで結果を提供します。

主なアプリケーション

●車載ECU/車載Liバッテリー/パワートレイン/各種電子デバイス

主なスペック

●Dual線源 ： 300kV+180kVでの運用が可能（オプション）
●フラットパネル検出器 : DXR 250、Dynamic41シリーズ（オプション）
●ライン検出器（オプション）
●最大サンプルサイズ : φ500mm x H600mm

高速・高精度ハイパワー
マイクロフォーカスX線CT

超高速X線CT自動化システム　speed¦scan CT64

【従来のCTに比べて数100倍の速さを実現】
ガントリ式CT技術によるX線検査・3D解析で欠陥品を発見！スキャンの高速化で品質管理とコスト削減を実現します。
類なきガントリ式CT技術を用いたspeed scan CT 64は、自動非破壊3D検査などが出来る、産業向け高速CT
自動化システムです。一般的なCT装置と異なりわずか数十秒～数分でスキャンからデータ再構成まで可能とな
る超高速CT自動化システムです。従来機種では実現出来なかった生産工程に展開が可能です。
ボリュームデータを使用したプロセスモニタリングや3D解析は、欠陥の3次元的な位置、形、大きさを解析するこ
とにより不良品発生率を低減します。
実績のあるガントリ式64チャンネルによるスキャンは、従来のファンビームのCTに比べて数100倍の高速スキャ
ンを実現します。

主なアプリケーション

●鋳造品/車載ECU/車載Liバッテリー/パワートレイン/各種電子デバイス

主なスペック

●最大サンプルサイズ : ～φ600mm x 900m　
●最大撮影範囲 : ～φ500mm x ～888mm - 979mm
●最大サンプル重量 : 50kg

●ダイナミックマルチライン検出器 : 独自の64ラインセンサ搭載
●ソフトウェア : 独自の高速3D自動欠陥認識アルゴリズム搭載

マイクロフォーカスCTシステム　phoenix nanotom m

『phoenix nanotom』は、180kVの自社製高出力ナノフォーカスX線管、高精度を実現する内部構造、
そして先進のソフトウェアが凝縮されたシステムです。サブミクロンレベルの焦点サイズを実現し、低吸収
サンプルから金属のような高吸収素材まで幅広い分野の検査や研究に適しています。加えて、最新の
ビームハードニング補正（Advanced Beam Hardening Correction）を追加することで複合材もこれま
で以上に鮮明な撮影が可能です。また、小型設計であるため、限られたスペースでも設置が可能です。

●最大サンプル重量 : 50kg
●最大スキャンサイズ : φ290mm x H400mm
●メトロロジーパッケージ（オプション）
●散乱線低減機構/scatter¦correct搭載可能
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詳細はこちら 詳細はこちら

｟垂直撮影｠
X線 X線 X線

X線ディテクタ
X線ディテクタ

X線ディテクタ

｟傾斜撮影｠ ｟傾斜＋拡大撮影｠

着目ポイント 着目ポイントに追従



主な特長

●測定対象物を非接触で特殊な光源を用いずに測定
●レンズ交換でミクロ領域からマクロ領域まで計測領域変更可能
●SEMやX線装置等からのデータによる解析が可能

主なアプリケーション

電子基板昇温試験

●金属、プラスチック、フィルム、複合材料、電子基板等

変 形 量取 得 デ ー タ

大

小

ひずみ分布（主ひずみ）

2時刻間での移動量と移動方向を表示

室温時

100℃まで昇温

2625

非接触式ひずみ分布解析装置（DIC） StrainMaster

●各種IC、パワーデバイス、モジュール等のパッケージの開封加工

樹脂モールド除去 完全開封 完全開封 ダメージ無し 透明樹脂開封

主なアプリケーション

開封加工事例

●IRレーザによる『粗開封』＋UVレーザによる『残渣樹脂の除去』を用いる事でICダイ回路の完全開封を実現
●高倍率ビジョンシステムの採用により、1mm□程度の微細なデバイスでも開封加工可能
●レーザと同軸の光学系を搭載し、モールド内の構造を観察しながら開封加工可能
●開封プロセスのイメージ

主な特長

最適なエネルギー制御されたICOレーザによりボンディングワイヤとリードフレームにダメージを
与えずに樹脂モールドを除去します。また、短波長レーザの超高速スキャン＋ECO Blue溶液を用
いた独自の手法により、酸を使用せずにICダイに対するダメージレスで完全開封を実現します。

レーザ開封装置 FALITシリーズ

丸文テクニカルセンター

ポータブル接触角計

大気圧プラズマ装置

ストレインマスター

フォーサイトテクノは、最先端の技術とハイレベルなサポート体制でのエンジニアリングサービス専門会社です。各種機器の修理、メンテナンスを
はじめ、校正サービスや技術コンサルティングに至るまで、様々なニーズにお応えいたします。

厚み・反り検査装置

〒136-0076 東京都江東区南砂２丁目５－１４
東陽町ぐりんたす 別館4F
※東西線　東陽町駅より徒歩2分

複合観察装置

ウェハマクロ検査装置

【ウェハ検査デモルーム】

【材料実験ラボ】

【アクセスマップ】

大気圧プラズマ
処理BOX

最先端アプリケーション及び様々なお客様のニーズに対応する為、デモルームを用意してサンプルデータ取り
や検証実験を行っております。デモルーム内で培った要素技術を基に、お客様のニーズに合わせマニュアル機
から全自動機まで幅広く提案することが可能です。

デモルーム紹介
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詳細はこちら 詳細はこちら

詳細はこちら

FALIT-Bench

FALIT-DUO

IRレーザによる粗開封 UVレーザ＋EcoBlueによる完全開封

《樹脂モールド除去》 《ダイ表面開封》

33
東西線 東陽町駅

1

ファミリーマート
東陽町駅前店

デイリーヤマザキ
東陽町駅前店

ファミリーマート
東陽四丁目店

R&Bホテル

ローソンJPローソン
深川郵便局店

深川郵便局

5 4

セブンイレブン
東陽四丁目店

丸文テクニカルセンター




